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»Aerosol Jet Druck« als Alter-
native zum Drahtbonden

Als kontaktloses Druckverfahren bietet die
Aerosol Jet Technologie mit maskenloser
Abscheidung von funktionalen Fluiden nicht
nur in der gedruckten Elektronik vielfaltige
Einsatzmdglichkeiten. Das Fraunhofer ENAS
untersucht deren Integrationsfahigkeit in
die Aufbau- und Verbindungstechnik.
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Die Verkrimmung der Wirbelsaule
bei Kindern und Jugendlichen ist
ein ernsthaftes Problem. Um dies
besser behandeln zu kénnen,
setzt »StimulAlS« auf die Elektro-
stimulation von Muskeln. In
einem Forscherteam arbeitete
das Fraunhofer IPMS an einer
schonenden Therapie. Nun ist es
gelungen, den Prototypen eines
Implantats zu entwickeln.
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kontrolle in Echtzeit

Ob Medikamente oder Lebensmittel — stan-
dig werden neue Produkte auf den Markt
gebracht. Wichtig ist dabei eine Qualitats-
kontrolle schon wahrend der Herstellung.
Ein laserbasiertes System von Fraunhofer
IAF und Fraunhofer IPMS kénnte das kiinf-
tig Gbernehmen.
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Uber das Projekt:

Das »StimulAlS« Projekt wurde durch
die EU gefordert und ist  Teil des
7. Forschungsrahmenprogramms der
Europdischen Kommission fiir F or-
schung, technologische Entwick-
lung und Demonstration. Neben dem
Fraunhofer IPMS waren fiinf weitere
Partner aus Industrie und Forschung
beteiligt:

e Tequir S. L. (Spanien)

e Bentronic (Deutschland)

e Synergie Ingénierie Médicale SARL
(SYNIMED, Frankreich)

e Institut fiir Biomechanik inValencia
(IBV, Spanien)

o Katholische Universitat von Valencia
(UCV, Spanien)

B Kontakt:

Dr. Andreas Heinig

Telefon +49 351 8823-288
andreas.heinig@ipms.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Photonische
Mikrosysteme IPMS
Maria-Reiche-StraBe 2

01109 Dresden
www.ipms.fraunhofer.de

Titel

Pulse flr einen geraden Ricken

Die Verkrimmung der Wirbelsaule bei Kindern und Jugendlichen ist

ein ernsthaftes Problem. Um dies besser behandeln zu kénnen, setzt
»StimulAIS« auf die Elektrostimulation von Muskeln. In einem euro-
paischen Forscherteam arbeitete das Fraunhofer IPMS Uber zwei Jahre

an einer schonenden, minimalinvasiven Therapie flr Patienten im Kindes-
und Jugendalter. Nun ist es gelungen, den Prototypen eines Implantats

Zu entwickeln.

Zwei von hundert Kindern und Jugend-
lichen zwischen 10 und 18 Jahren leiden an
einer Verkrimmung der Wirbelsaule. Idio-
pathische Adoleszentenskoliose (AIS) heiBt
die Wachstumsstérung, die eine bleibende
Verformung des Rickens bewirkt. Sie ist
umso ausgepragter, je jinger die Betroffe-
nen bei ihrem Ausbruch sind und je schnel-
ler ihr Kérperwachstum voranschreitet. Die
Deformationen bringen in der Regel keine
schwerwiegenden gesundheitlichen Proble-
me wie Rickenschmerzen, Beklemmungen
oder Atemnot mit sich. Doch sie sind deut-
lich sichtbar und werden deshalb von den
Betroffenen oft als entstellend und entspre-
chend belastend empfunden. Die Patienten
werden entweder mit einem Korsett behan-
delt oder operiert. Beide Verfahren sind je-
doch nicht optimal.

Stimulieren mit elektrischen Reizen

Das EU-Projekt »StimulAIS« macht
Hoffnung auf verbesserte Behandlungs-
optionen. Der Ansatz des interdisziplindren
Forscherteams aus Spanien, Frankreich und
Deutschland basiert auf Untersuchungen,
die AIS als Erkrankung des Zentralnerven-
systems deuten: »Nach dieser Theorie ist
die Ubertragung von den Nerven zu den
zustandigen Muskeln gestort, und zwar nur
auf einer Rickenseite. Wahrend auf der ge-
sunden Seite die Muskeln ziehen, fehlt auf
der kranken Seite der Impuls zum Gegen-
zug. Also kommt es zu einer Verkrimmung
und Verdrehung der Wirbelsdule«, erklart
Dr. Andreas Heinig vom Fraunhofer-Institut
fir Photonische Mikrosysteme IPMS. Zur
Behandlung soll nun die funktionelle Elek-
trostimulation genutzt werden: Gezielte
elektrische Impulse ersetzen schwache oder
fehlerhafte Nervenreize, die tief liegenden
Muskeln entlang der Wirbel — die para-
spinalen Rotatoren — werden angeregt. Das
Kernstlick des Implantats wird in der Leis-
tengegend eingesetzt, millimeterdiinne
Stromkabel fihren langs der Wirbelsaule,
dort stimulieren Elektroden die erschlafften
Muskeln. Das Implantat ist mit einer leis-
tungsfahigen Batterie ausgestattet.

Die Stromstarke der Impulse ist mit einer
maximalen Amplitude von 25 mA etwa
tausendmal hoher als bei einem Herzschritt-
macher. Um die Rotatoren-Muskeln anzu-
regen, bendtigt man 50 Pulse/s Uber lan-
gere Zeit: Ein typisches Trainingsprogramm
sieht sechs bis acht Stunden taglich vor,
vorzugsweise wahrend Ruhezeiten. Durch
Pausen betragen die eigentlichen energie-
zehrenden Stimulationszeiten aber nur
knapp zwei Stunden taglich.

Minimalinvasive Behandlung soll
bisherige Therapien abldsen

Mit den gangigen Therapien gelingt es in
der Regel bestenfalls, eine beginnende Ver-
krimmung der Wirbelséule abzuschwachen
und eine weitere Verschlechterung bis zum
Wachstumsende aufzuhalten. Der minimal-
invasive Ansatz des Fraunhofer IPMS ist den
bisherigen Therapien Uberlegen: Er soll die
fortschreitende Krimmung stoppen und
den Krankheitsverlauf dartber hinaus aktiv
beeinflussen. Die drahtlose Ubertragung
eines Stimulationsprotokolls und die Echt-
zeit-Anpassung des Stimulus helfen bei der
Dosierung und ermdglichen eine individu-
elle Anpassung.

Nun steht das
Forscherteam in
den Startldchern,
damit sich die
Elektro-Stimulati-
on auch in der
Praxis bewahren
kann.

Wirbelsaulenver-
krimmung bei
einer AlS-Patientin.
© shutterstock




Im Gesprach

»Starke Netzwerke sind gefragt«

Uber zehn Jahre stand Dr. Claus Schmidt dem Fraunhofer-Verbund Mikro-
elektronik als Beiratsmitglied und seit 2006 als Beiratsvorsitzender bera-
tend zur Seite. Vor seinem Abschied im Juni blickte er fur uns zurlck auf
seine Zeit beim Verbund und sprach auBerdem Uber die Situation der
Mikroelektronik in Deutschland und Europa.

Herr Dr. Schmidt, Sie haben die Arbeit
des Verbundes Uber zehn Jahre lang
mitgestaltet. Kbnnen Sie eine kurze
Bilanz Uber die wichtigsten Entwicklun-
gen in dieser Zeit ziehen?

Schmidt: Ein groBer Meilenstein war sicher-
lich der Strategiefindungsprozess, in Zuge
dessen aus meiner Sicht ein gewinnbrin-
gender Lernprozess auf beiden Seiten in
Gang gekommen ist: Wir vom Beirat brach-
ten einerseits die Perspektive der Industrie
in die Arbeit des Verbunds ein, gewannen
aber andererseits bessere Einblicke in die
»Fraunhofer-Welt«. Im Ergebnis konnte der
Verbund dadurch einige neue, viel verspre-
chende Geschaftsmodelle implementieren.

Zum Zweiten hat sich die Zusammenarbeit
der Verbundsinstitute in den vergangenen
Jahren deutlich verbessert. Das ist bemer-
kenswert, da das Fraunhofer-Modell ja im
Grunde auf Wettbewerb zwischen den Ins-
tituten ausgelegt ist. Bei den immensen In-
vestitionen, die in der Halbleiterbranche
heute nétig sind, stoBt dieses Modell aber
an seine Grenzen: Bis zu einem gewissen
Grad mussen die Institute kooperieren, um
unwirtschaftliche Doppelinvestitionen zu
vermeiden. Das ist im Verbund Mikro-
elektronik sehr gut gelungen.

Ein drittes Feld, das sich aus meiner Sicht
gut entwickelt hat, ist die Zusammenarbeit
mit anderen Forschungsverbiinden in Euro-
pa. Letztlich ist die Situation auf europa-
ischer Ebene ganz dhnlich wie innerhalb
des Verbundes: Die einzelnen Zentren kon-
nen die erforderlichen Investitionen nicht
mehr stemmen. Falls sie in der Halbleiter-
technologie ganz vorne mitspielen wollen,
sind starke Netzwerke gefragt.

Eine sehr positive Bilanz — aber sicher
keine Einladung, sich auf den Lorbee-
ren auszuruhen... Worauf sollte der
Verbund jetzt sein Augenmerk richten,
um fur kommende Herausforderungen
gut gerlstet zu sein?

Schmidt: Der Verbund muss meiner Mei-
nung nach zwei Themen angehen: Die Um-

setzung seiner Strategie mutig vorantreiben
und gleichzeitig diese Strategie immer wie-
der Uberpriifen. Des Weiteren wird er vor
der Herausforderung stehen, ein sehr kom-
plexes Kooperationsnetzwerk aus Forder-
gebern, Industrie und naturlich der Grund-
lagenforschung aufrechtzuerhalten und
auszubauen. AuBerdem liegt es im Wesen
des Fraunhofer-Modells, dass die Industrie-
ertrage stark im Fokus stehen; meiner Mei-
nung nach ist es aber wichtig, dass dabei
die Vorlaufforschung nicht zu kurz kommt.

Vor kurzem haben Kanzlerin Angela
Merkel und Bildungsministerin
Johanna Wanka das »Silicon Saxony«
in Dresden besucht und dabei die zen-
trale Bedeutung des Standorts fur

die Mikroelektronik-Forschung in
Europa hervorgehoben. Wie ist der
Mikroelektronik-Standort Deutschland
aus lhrer Sicht heute aufgestellt?

Schmidt: Hier gilt es zwischen der Ferti-
gung einerseits sowie der Halbleiterent-
wicklung und Integration in Produkte ande-
rerseits zu unterscheiden. Zurzeit verflgt
Deutschland noch Uber eine wettbewerbs-
fahige Fertigungslandschaft. Allerdings an-
dern die Halbleiterfirmen ihr Geschaftsmo-
dell dahingehend, dass sie ihre Chips vor
Ort designen und diese dann in einer gro-
Ben Foundry in Asien oder Amerika fertigen
lassen. Die Integration in Endprodukte fin-
det dann wieder in Deutschland oder Euro-
pa statt.

Wie sehen Sie denn diese Entwicklung?
Lassen sich Fertigung und Entwicklung
Uberhaupt so klar trennen?

Schmidt: Was die reine Digitaltechnik an-
belangt, ist das durchaus sinnvoll. Ich habe
das selbst mit einigen Start-ups so prakti-
ziert. Kleine Firmen, die hochkomplexe
Chips designen, kdnnen diese in der Regel
niemals selber fertigen — dazu waren enor-
me Investitionen erforderlich.

Allerdings gibt es heute sehr anwendungs-
spezifische Chips, die groBtenteils auf ana-
loger Technologie beruhen — etwa in der

Dr. Schmidt. © privat

Zur Person:

Claus Schmidt studierte Physik und

arbeitete unter anderem bei IBM und
Digital Equipment Corporation, bevor
er 1992 zur Robert Bosch GmbH
wechselte. Dort war er in verschie-
denen Fiihrungspositionen im unter-
nehmenseigenen Forschungszentrum
sowie im operativen Geschaft im Be-
reich Automobilelektronik und Sys-
tem- und Anlagentechnik tatig. So
widmete er sich etwa mit seiner Aus-
griindung eines Start-ups aus Bosch
den Flussigkristall-Displays.

2007 war Claus Schmidt an der Griin-
dung der Robert Bosch Venture Ca-
pital GmbH (RBVC) beteiligt und lei-
tete diese als Geschaftsfihrer. Seit
seinem Eintritt in den Ruhestand im
Juni 2015 berdt er mit seiner Firma

CS Inno Consultants Start-ups und

andere Unternehmen im Bereich In-
novationsmanagement.

B Kontakt:

Dr. Claus Schmidt

Telefon +49 160 7029224
claus@csinnoconsultants.de
CS Inno Consultants
TulpenstraBe 10

87679 Westendorf



Heil3 begehrt bei der deutschen In-
dustrie: Junge, gut ausgebildete In-
genieure. © MEV Verlag

Platine mit Mikrosensor zur Quali-
tatsmessung der Luft.
© MEV Verlag

Sensorik, Leistungselektronik oder auch in
der Hochfrequenztechnik. Bei diesen
Applikationen hangt die Performance des
Bauelements meist sehr stark von seinen
Herstellungsprozessen ab. In diesem Fall
sind Entwicklung und Fertigung in der Tat
schwer zu trennen und es ist von Vorteil,
beides an einem Standort zu vereinen. Man
muss also unterscheiden zwischen den
hochmodernen More-Moore-Fabriken und
der More-than-Moore-Technologie. Bei letz-
terer durfen wir die Nahe zur Fertigung
nicht verlieren. Das gilt zum Beispiel auch
fir den Standort Dresden, wo der Fokus
auf Themen wie Leistungselektronik und
Sensorik liegt. GroBe Firmen aus diesen Be-
reichen wie Bosch, Infineon oder Global
Foundries, um nur einige zu nennen, wer-
den aus meiner Sicht weiterhin eigene Ferti-
gungen bendtigen — zumindest zu einem
bestimmten Anteil. In diesem Bereich, um
Ihre vorhergehende Frage zu beantworten,
befindet sich Europa in einer sehr guten
Ausgangslage fur die Zukunft. Die Fertigun-
gen fur More-Moore-Technologien werden
wohl vorldufig in Asien und Amerika ver-
bleiben.

Vor welchen weiteren Herausforderun-
gen stehen wir, um unsere Spitzen-
position zu halten oder auszubauen?

Schmidt: Der Trend geht dahin, immer
mehr Systemeigenschaften auf einem Chip
zu integrieren. Ohne solche hochintegrier-
ten Chips lasst sich beispielsweise kein au-
tonomes Fahrzeug oder Smart Home reali-
sieren. Dieses Know-how im Bereich
ASIC-Design ist fur die deutsche Industrie,

b

Gute Netzwerke — ein Erfolgsfaktor. © MEV Verlag

die sehr stark darauf beruht, Mechanik,
Elektronik und IT zusammenzufihren, ent-
scheidend. Um hier eine Spitzenposition zu
behalten, brauchen die Unternehmen allem
voran junge, gut ausgebildete Ingenieure.
Das bedeutet, wir missen zum einen mehr
junge Leute fur Technik begeistern und zum
anderen bendtigen wir eine universitare
Ausbildung, die sich mehr an den Anforde-
rungen der Industrie orientiert.

Ein weiteres Thema liegt mir persénlich sehr
am Herzen. Wir missen mehr junge Leute
daflr begeistern, sich mit einem Start-up
selbststandig zu machen. Gerade in der
Mikroelektronik liegen die Hurden dafur
sehr hoch, da in der Regel ein sehr hohes
Startkapital erforderlich ist. Diese finanziel-
len Mittel stellt mittlerweile kaum noch eine
Bank zur Verfiigung und auch die Venture-
Capital-Firmen sind sehr zurtickhaltend. Um
unsere Innovationskraft zu erhalten, mus-
sen wir in diesem Bereich Uber neue An-
satzpunkte nachdenken. Die Politik kann
hier nur die erforderlichen Rahmenbedin-
gungen schaffen — die treibende Kraft muss
die Industrie sein.

Sie werden sich ja kinftig mit lhrer
Unternehmensberatung selbst um den
jungen Unternehmernachwuchs
kiimmern...

Schmidt: Ja, ich beabsichtige mein Netz-
werk und mein Know-how zu nutzen, um
die Start-up-Szene und etablierte Firmen,
die versuchen entsprechende Aktivitaten im
Bereich Innovationsmanagement aufzuset-
zen, zu unterstitzen.

Dabei winschen wir lhnen viel Erfolg!
Vielen Dank fur das Gesprach.

Das Interview fihrte Tina Mobius.



Drahtbonden

»Aerosol Jet Druck« als Alternative zum

Als kontaktloses Druckverfahren bietet die Aerosol Jet Technologie mit mas-
kenloser Abscheidung von funktionalen Fluiden nicht nur in der gedruckten
Elektronik vielfaltige Einsatzmdglichkeiten. Forscher des Fraunhofer ENAS
untersuchen dessen Integrationsfahigkeit in die Aufbau- und Verbindungs-
technik — unter anderem als Alternative zum Drahtbonden.

Komplexitat und Grad der Miniaturisie-
rung elektronischer Bauteile steigen ste-
tig. Zugleich wachsende Anforderungen
an Leistungsfahigkeit und Integrationsdich-
te funktionstragender mikrotechnologisch
hergestellter Komponenten mussen ent-
sprechend bertcksichtigt werden. Neben
komplexer monolithischer Integration (Sys-
tem-on-Chip) stehen auch hybride Ansatze
wie System-in-Package (SiP) der vertikalen
3D-Integration zur Verfiigung. Die »Aerosol
Jet Technologie« soll hier durch hohe Flexi-
bilitat, Skalierbarkeit und niedrige Produkti-
onskosten, neuartige Ausgestaltungen die-
ses hybriden Ansatzes ermdglichen, etwa
durch die Substitution herkdmmlich ver-
wendeter Drahtkontakte durch gedruckte
Leiterbahnen. Geringer Materialverbrauch,
kurze Signalwege oder erhdhter Freiheits-
grad der Bauteilegestaltung mithilfe dieses
direktschreibenden und 3D-fahigen Druck-
verfahrens treiben den integrativen Ansatz
des SiP voran.

Sprihnebel wird zur 3D-Leiterbahn

Forscher des Fraunhofer-Instituts fur Elek-
tronische Nanosysteme ENAS haben die
Machbarkeit gedruckter, nicht-plana-

rer und nanopartikelbasierter Leiterbah-
nen zwischen Chipkomponenten und Bau-
teiltragern getestet. Dazu haben sie ein
dreiteiliges, anwendungsbezogen entwi-
ckeltes SiP verwendet. Der Aufbau besteht
aus Beschleunigungssensor, integrierter
Auswerteelektronik sowie mikromecha-
nischem Power Down Interrupt Generator.
Dieser wurde auf Chipbasis kleinstflachig
(9% 10 mm?2) in Stapelform auf Leiterplat-
ten montiert. Der Druck der Leiterbahnen
erfolgte mit Silbernanopartikeltinte. lhre
3D-Fahigkeit verdankt die Aerosol Jet Tech-
nologie dabei dem Aerosol selbst — einem
Luft-Tropfen-Gemisch — das aus Nanoparti-
keltinte unter Einsatz eines beschleunigten
inerten Gases in einer Zerstauberdise ge-
neriert und dem Druckkopf zugefuhrt wird.
Dort kann das sprihnebelartige Aerosol
durch aerodynamisches Fokussieren bis zur
minimal druckbaren Linienbreite von 10 ym

zusammengefuhrt werden. Ein chemisch
inertes Gas wird hierfir im Druckkopf ap-
pliziert, wodurch das Aerosol mantelartig
umhullt wird. Je nach Konfiguration sind
dadurch Uberdruckbare Hohenunterschie-
de von bis zu 5 mm moglich, ohne dass die
Linienbreite stark variiert. Heizen des zu be-
druckenden Substrates fiihrt dann zum
Trocknen der Struktur, die sich aus aber-
tausenden von Mikrotropfen des Aerosols
auf dem Substrat zusammensetzt. In einem
weiteren Temperschritt kann die Leiterbahn
durch Sintern in den leitfdhigen Zustand
Uberfuhrt werden.

Mit gekipptem Bauteil fokussiert
zum Erfolg

Fur das drucktechnische Kontaktieren von
Demonstratoren testeten die Forscher zahl-
reiche Parameter. So evaluierten sie etwa
die druckbare Leiterbahnbreite und -dicke
als Ergebnis der Interaktion von Maschinen-
parametern und Substrat-Tinteninteraktion.
Dabei rlckten die thermo-mechanischen
Eigenschaften der involvierten Materialen in
den Vordergrund. Risse und Delamination
der ca. 25 pum breiten Leiterbahnen sowie
Effekte durch die verschiedenen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten der invol-
vierten Materialien wurden durch Anpassen
des Temperaturregimes im Druckprozess
sowie Maschinenparameter verringert.
Auch die mit steigendem Druckkopfabstand
zum Substrat nachlassende Effektivitat der
aerodynamischen Fokussierung konnte
durch Bedrucken von gekippten Bauteilen
kompensiert werden.

Die Wissenschaftler wollen ihre Ergebnis-
se auf die Fertigung weiterer Bauteile Uber-
tragen. Ihr nachstes Ziel: Die Rezeptur des
funktionalen Fluids fdr Verringerung der
Leiterbahnenbreiten unter Berlcksichtigung
thermo-mechanischer Stabilitat und Erho-
hung der Leitfahigkeit verbessern. Der Ein-
satz eines mehrachsig steuerbaren Druck-
systems verspricht zudem Fortschritte
hinsichtlich einheitlicher Fokussierung des
Aerosols.

Sicht auf gedruckte Leiterbahnen
zwischen ASIC (Top-Level) und Lei-
terplatte. © Fraunhofer ENAS

Uber das Projekt:

Das Projekt »Cool_PoD« hatte neben
dem technischen Nachweis der Mach-
barkeit eines mikromechanischen

Power Down Interrupt Gener ators
(PDIG) und konzeptionellen Betrach-
tungen zu energiesparender Auswer-
teelektronik fir ein vollstandiges Sen-
sorsystem auch Untersuchungen zu
einer dreidimensionalen Packaging-
technologie fiir Beschleunigungssen-
sorik, Application Specific Integrated
Circuit und PDIG vorgesehen. Die For-
schungsarbeiten wurden durch die Eu-
ropdische Union (EFRE) und vom Frei-
staat Sachsen im Projekt Cool_P oD
geférdert und durch die SAB Forder-
bank unterstitzt.

Druckdiise

Shutter-
arm

Versuchsaufbau zum Bedrucken
gedrehter Bauteile auf eigens ge-
fertigter Aufnahme, ein Shutterarm
regelt den Materialtransfer.

© Fraunhofer ENAS

M Kontakt:

Dr. Maik Wiemer

Telefon +49 371 45001-233
maik.wiemer@enas.fraunhofer.de

Tobias Seifert
Telefon +49 371 45001-489
tobias.seifert@enas.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut fir Elektronische
Nanosysteme ENAS
Technologie-Campus 3

09126 Chemnitz
www.enas.fraunhofer.de



Schdttgut ist Massenware in der
chemischen Industrie. Das
Fraunhofter IKTS schutzt die milli-
metergroBen Partikel jetzt mit
einem Metallmantel. Das erhoht
ihre Wérmeleitfahigkeit um das
Finffache. © Fraunhofer IKTS

M Kontakt:

Katrin Schwarz

Telefon +49 351 2553-7720
katrin.schwarz@ikts.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut flir Keramische
Technologien und Systeme IKTS
WinterbergstraBe 28

01277 Dresden
www.ikts.fraunhofer.de

Aus den Instituten

Metallmantel optimieren chemische

Reaktionen

Viele chemische Reaktionen und Warmespeicher nutzen aufgeschittete
Fullkoérper als Katalysator oder Adsorptionsmittel. Damit die Reaktionen wie
gewdlnscht ablaufen, mussen die Fullkérper besonders warmeleitfahig sein.
Das Problem: Zwischen den nur wenigen Millimeter groBen Kérpern lasst
sich die Warme nicht optimal weiterleiten. Gemeinsam mit dem Fraunhofer
IWU sowie dem Fraunhofer IGB schafft das Fraunhofer IKTS hier Abhilfe.

Aufgeschittete Fullkorper aus Katalysator-
stoffen oder Adsorptionsmitteln (Sorbentien)
sind Massenware in der chemischen Indust-
rie. Katalysatoren fordern chemische Reaktio-
nen, ohne dabei selbst aufgebraucht zu wer-
den. Sorbentien nehmen bestimmte Produkte
auf und speichern sie in sich. Fullkdrper kom-
men unter anderem zum Einsatz, um chemi-
sche Reaktionen zu optimieren oder sind Be-
standteil von modernen Warmespeichern.
Dabei wird das Material in einem Reaktor mit
einer FlUssigkeit oder einem Gas durchstromt,
sodass an der Oberflache der winzigen Kor-
per eine chemische Reaktion ausgeldst wird.

Wirkungsgrad um das Funffache erhéht

Die Industrie setzt mehrere Millionen Tonnen
dieser Funktionsmaterialien im Jahr ein. Che-
mieunternehmen mussen daher zuséatzliche
warmeleitende Strukturen in ihre Reaktoren
einbauen. Dies ist jedoch aufwéndig und
teuer. Zusammen mit Forschern der
Fraunhofer-Institute fur Werkzeugmaschinen
und Umformtechnik IWU in Chemnitz und ftr
Grenzflachen- und Bioverfahrenstechnik IGB
in Stuttgart entwickelte das Fraunhofer-Insti-
tut fur Keramische Technologien und Systeme
IKTS in Dresden ein Konzept, das die Warme-
leitfahigkeit der aufgeschitteten Materialien
um das Finffache erhoht.

Effizienzsprung im Labor nachgewiesen

Den Effizienzsprung haben die Wissenschaft-
ler im Labor mit einer 8 Liter groBen Schut-
tung aus Aluminium-ummantelten Zeolith-
Flllkdrpern bei einem Warmespeicher nach-
gewiesen. »Die Schittung ist schneller
gleichmaBig warm. Das Entladen und Bela-
den des Warmespeichers geht deutlich
schneller. Bei chemischen Reaktionen wiirde
sich die Effizienz und damit die Produktgute
erhdhen«, beschreibt Jérg Adler, Forscher am
Fraunhofer IKTS, das Ergebnis. Die Forscher
gehen davon aus, dass der Effekt mit einem
warmeleitfahigerem Metall, beispielsweise
Kupfer, weiter ausgebaut werden kann. Die
Schattkorper aus dem Labor haben eine

Lange von 5mm mit einer Aluminium-Um-
mantelung von 0,25 mm. Die Wissenschaftler
stellen sie in einem daflr entwickelten mas-
sentauglichen Verfahren her: Sie fullen lange
Metallrohre mit dem Schuttmaterial, verdich-
ten es, damit es nicht herausrutscht und zer-
schneiden die Rohre dann zu einzelnen, we-
nige Millimeter langen Zylindern. Die Metall-
hullen der einzelnen Kérper berthren sich und
bilden so ein metallisches GerUst Uber die ge-
samte Schiuttung aus, in dem sich Warme
schneller und effizienter ausbreiten kann.
»Die chemische Industrie nutzt Schuttkérper in
groBen Mengen und Uber l&ngere Zeit hinweg.
Idealerweise verbleiben sie mehrere Jahre in
den Reaktoren. Ein Problem bei Transport
und Anwendung ist pulverférmiger Abrieb:
Dieser entsteht durch die Bewegungen der
Schuttkoérper gegeneinander. Die Metallhtlle
schitzt die Schuttkorper vor Abrieb und er-
hoht so ihre Lebensdauer«, erklart Adler.

Einsatz in Warmespeichern

Mit Wasser getrankte Schittkodrper aus Zeo-
lith trocknen bei Warmezufuhr und nehmen
die Warme auf. Befeuchtet man sie, geben
sie diese wieder ab. Dieser physikalische Ef-
fekt qualifiziert sie auch fur den Einsatz in
Warmespeichern. »Die Effizienz dieses Pro-
zesses hangt ebenfalls von der Warmeleit-
fahigkeit des Zeolith ab. Oft mussen sehr
aufwandige Warmetauscher-Konstruktionen
installiert werden, die teuer sind und dem ei-
gentlichen Warmespeicher Volumen weg-
nehmen. Hier kénnen die Metall-ummantel-
ten Fullkérper einen Mehrwert schaffen. Im
Labor haben wir die Zyklenzeit des Warme-
speichers deutlich verkirzt«, sagt Adler.

Machbarkeit und Funktion der Ummantelung
konnten im Labor gezeigt werden. Jetzt wol-
len die Forscher den néchsten Schritt Rich-
tung industrieller Anwendung gehen. »Wir
mUssen Material und Herstellung noch wei-
ter optimieren und nachweisen, in welchem
Ausmal3 genau der Nutzen der hoheren War-
meleitfahigkeit die zusatzlichen Kosten der
Metall-Ummantelung Ubersteigt«, so Adler.



Radar schitzt vor Weltraumm{ll

Die »Verkehrssituation« im All ist angespannt: Neben unzdhligen Satel-
liten umkreisen Weltraumtrimmer wie ausgebrannte Raketenstufen und
Bruchstlcke von explodierten Raumfahrtobjekten die Erde. Diese verwan-
deln den Orbit zunehmend in einen Schrottplatz. Ohne Gegenmalnah-
men nimmt die Ansammlung rapide zu und kdnnte die Raumfahrt un-
maoglich machen. Wissenschaftler des Fraunhofer FHR arbeiten deshalb an
einem Radar zur Uberwachung und Verfolgung von Objekten im erd-

nahen Weltraum.

Wissenschaftler schatzen, dass inzwischen
etwa 20.000 Objekte mit einer GroBe von
mehr als 10 cm und einem Tempo von durch-
schnittlich 25.000 km/h um die Erde rasen.
Hinzu kommen 700.000 Objekte, die groBer
als 1 cm sind. Durch ihre enorme Geschwin-
digkeit konnen diese Trimmerteilchen akti-
ve Satelliten beschadigen oder zerstoren. Be-
sonders fatal: Weltraummdill vermehrt sich
wie durch einen Schneeballeffekt selber. Sto-
Ben zwei Partikel aufeinander, werden neue,
kleinere Teilchen erzeugt. Bleiben Gegen-
maBnahmen aus, konnte dies die Raumfahrt
in Zukunft unmaoglich machen.

Uberwachung des erdnahen Weltraums

Das Raumfahrtmanagement des Deutschen
Zentrums fur Luft- und Raumfahrt (DLR)
konzipiert im Auftrag der Bundesregierung
das deutsche Raumfahrtprogramm. Es hat
das Fraunhofer-Institut fur Hochfrequenz-
physik und Radartechnik FHR in Wachtberg
beauftragt, ein Radar zu entwickeln und zu
bauen, das Objekte im erdnahen Weltraum
Uberwacht und verfolgt. Denn dort ist die
Kollisionsgefahr am groBten — vor allem in
einer Héhe von 800 km. Im Rahmen des
Projektes » GESTRA« (German Experimental
Space Surveillance and Tracking Radar) soll
ein experimentelles Radar entwickelt wer-
den, das die Bahndaten von Satelliten und
Triummern erfasst und dariber hinaus auch
vor ZusammenstéBen warnt.

Elektronisch schnell schwenkbare
Antenne

Die Forscher des Fraunhofer FHR sind erfah-
ren im Aufbau von Radaranlagen. Mit » TIRA«
(Tracking and Imaging Radar) betreiben sie
bereits ein System, mit dem man einzelne
Objekte im All aufspiren und hochaufge-
l6st darstellen kann. »Das neue Uberwa-
chungssystem hingegen ist eine elektro-
nisch schwenkbare Antenne, die sich schnell
schwenken lasst. Anders als TIRA kann sie
somit sehr viele Objekte gleichzeitig beob-

achten. Sie spurt diese mit hoher Genauigkeit
und Empfindlichkeit auf«, erklart Dr. Andreas
Brenner, stellvertretender Institutsleiter und
Abteilungsleiter am Fraunhofer FHR.

Ein Team von zwanzig Forschern baut so-
wohl das Sende- als auch das Empfangssys-
tem. Dabei handelt es sich jeweils um eine
Phased-Array-Antenne als Sensor, die aus
zahlreichen Einzelelementen besteht. Sie ar-
beitet im Frequenzbereich von 1,3 GHz.
Dank Hochleistungsprozessoren kann diese
Gruppenantenne in Sekundenbruchteilen
von Satelliten und Weltraumtrimmern re-
flektierte Radarstrahlen aus mehreren Him-
melsrichtungen zeitgleich empfangen. Sie
ist in der Lage, simultan in mehrere Rich-
tungen zu sehen und ein sehr
groBes Himmelsareal zu erfassen.
»Im Trackingmodus kénnen wir
einzelne Objekte gezielt verfol-
gen. Die Funktion der digitalen
Keulenbildung ermdglicht es
rechnergestitzt, die Strahlenbin-
del eng zu stellen und somit den
Fokus gezielt auf ein einzelnes
Objekt zu richten und dieses zu
verfolgen. Andererseits lasst sich
die Keule weit aufziehen, sodass
ein breiteres Areal beobachtet
und auf diese Weise beispielswei-
se mehrere Trimmerteile verfolgt
werden konnen, erlautert Dr. Brenner.

Sowohl die Sende- als auch die Empfangs-
einheit lassen sich vollstandig einfahren. Der
Vorteil: Auf diese Weise ist der 4 x4 x 16 m3
groBe Container, der das Radar beherber-
gen soll, mobil und kann transportiert wer-
den. Das von DLR und Luftwaffe gemein-
sam gefUhrte Weltraumlagezentrum in
Uedem wird GESTRA, das an einem ande-
ren Standort aufgebaut wird, ferngesteu-
ert betreiben. Die Daten von GESTRA sollen
Forschungseinrichtungen in Deutschland zur
Verflgung gestellt werden und die Grund-
lage fur die kunftige Entwicklung der Welt-
raumUberwachung bilden.

Satelliten drohen durch Weltraum-
schrott zerstort zu werden. Um
dem vorzubeugen, arbeiten Wis-
senschaftler des Fraunhoer FHR an
einem Radar, das den erdnahen
Weltraum Uberwacht und vor Zu-
sammenstéBen warnt.

© Fraunhofer FHR

Uber das Projekt:

Das Bundesministerium fir  Wirt-
schaft und Energie fordert das Pro-

jekt »GESTRA« (ber eine Laufzeit

von vier J ahren mit 25 Mio . Euro.
GESTRA soll die Bahndaten von Sa-
telliten und Triimmern in einer Hohe
zwischen 300-3000 km erfassen. Auf-
gabe des experimentellen Radars ist
es unter anderem, vor Zusammensto-
Ben zu warnen, aber auch bei Ein-
tritt von Objekten in die Atmospha-
re Alarm zu schlagen. Das Weltraum-
iberwachungssystem soll ab 2018

den Messbetrieb aufnehmen.
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Sowohl die Sende- als auch die Emp-
fangsantenne lassen sich vollstandig
einfahren. © Fraunhofer FHR

M Kontakt:

Dr. Andreas Brenner

Telefon +49 228 9435-531
andreas.brenner@fhr.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Hochfrequenz-
physik und Radartechnik FHR
FraunhoferstraBe 20

53343 Wachtberg
www.fhr.fraunhofer.de



Klinftig lasst sich der Verlauf
chemischer Reaktionen in Echtzeit
verfolgen. Mdglich macht es ein
Quantenkaskadenlaser, der pro
Sekunde 1000 Spektren aufnimmt.
© Fraunhofer IAF
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Aus den Instituten

Mini-Laser fur die Qualitatskontrolle

in Echtzeit

Ob Medikamente oder Lebensmittel — standig werden neue Produkte mit
verbesserten Wirkstoffen oder vertraglicheren Zusammensetzungen auf den
Markt gebracht. Wichtig ist dabei eine Qualitatskontrolle schon wahrend
des Herstellungsprozesses. Statt der heute Ublichen Stichproben kdnnte dies
kinftig ein laserbasiertes System tUbernehmen, das eine kontinuierliche

Uberpriifung in Echtzeit erlaubt.

Der Quantenkaskadenlaser (QCL) wurde
von Forschern an den Fraunhofer-Institu-
ten fir Angewandte Festkdrperphysik IAF in
Freiburg und fur Photonische Mikrosysteme
IPMS in Dresden gemeinsam entwickelt und
ermoglicht eine neue Art der Spektroskopie.
Damit konnte der Verlauf chemischer Re-
aktionen, zum Beispiel bei der Entwicklung
neuer Pharmazeutika, kontinuierlich in Echt-
zeit verfolgt werden. Bislang missen Stich-
proben genommen und aufwandig manuell
analysiert werden. Das Prinzip der Spektro-
skopie mit QCLs: Der Laser strahlt Infrarot-
licht in das Reaktionsgefal. Die darin ent-
haltenen Substanzen absorbieren einen Teil
des Lichts, der Rest wird wieder zuriickge-
worfen und in einem Detektor analysiert.
Jede Substanz »verschluckt« dabei das Licht
unterschiedlicher Wellenldngen. Das Ergeb-
nis ist ein Absorptionsspektrum, Uber das
sich die jeweilige Substanz prazise bestim-
men lasst — vergleichbar mit dem mensch-
lichen Fingerabdruck. Mit einem solchen
Spektrometer kann man kinftig genau an-
geben, wie hoch die Konzentration der
Ausgangsstoffe im Reaktionsbehalter ist
und welche Mengen bereits in das Produkt
umgesetzt wurden — und zwar zu jedem
beliebigen Zeitpunkt der Reaktion.

Tausend Spektren pro Sekunde

Der Laser muss dazu verschiedene Voraus-
setzungen erfillen: Er darf jeweils nur Licht

einer bestimmten Wellenldnge aussen-

den. Diese muss sich allerdings kontinuier-
lich verandern lassen — und zwar Uber einen
groBen spektralen Bereich. Das Laserlicht
hat also anfangs eine sehr kleine Wellen-
ldnge, die stetig bis zu einem festgelegten
Wert zunimmt — bevor das Prozedere wieder
von vorn beginnt. Der Detektor bestimmt
dann fir jede Wellenldnge, wie viel Licht

die Probe zurlckwirft. Eine weitere Heraus-
forderung: Der Laser muss seine Wellenlan-
ge auch maglichst schnell andern. Bislang
brauchte der Laser einige Sekunden, um alle
Wellenldngen durchzustimmen und so eine
Aussage dartber zu treffen, wie es um die
zu analysierende chemische Reaktion steht.
Die Forscher vom IPMS konnten diese Ge-
schwindigkeit mit einem von ihnen entwi-
ckelten mikromechanischen Scannerspie-
gel um den Faktor 1000 steigern: Statt eines
Spektrums pro Sekunde kénnen sie nun tau-
send Spektren pro Sekunde aufnehmen.

Kaum groBer als eine
Streichholzschachtel

Der Laser ist nur wenig groBer als eine
Streichholzschachtel. Damit passt er nicht
nur gut an die ReaktionsgefaBe in der phar-
mazeutischen oder chemischen Industrie,
er ermdglicht auch weitere Anwendungen.
Denkbar ist beispielsweise ein Handgerat,
mit dem Polizisten oder Zollbeamte ver-
dachtige Substanzen schnell und einfach
Uberprufen kénnen. Handelt es sich um
etwas Unbedenkliches wie Mehl oder doch
um Drogen? Um diese Frage zu beantwor-
ten, mussten die Einsatzkrafte einfach nur
den Laserstrahl auf die Substanz richten.
Der Detektor analysiert das aufgenommene
Spektrum, eine dahinter liegende Software
gleicht es mit den zahlreichen gespeicher-
ten Vergleichsspektren ab — und in Sekun-
denschnelle haben die Beamten Klarheit
Uber die untersuchte Substanz.

Bis zum Ende des Jahres wollen die Freibur-
ger Forscher einen ersten Prototyp ihres
Quantenkaskadenlasers entwickeln.



Jeden Ton verstehen

Aus den Instituten

FUr Menschen mit Hérminderung ist der Unterhaltungsgenuss im Kino
oder Theater oft getribt. Kunftig verspricht eine Fraunhofer-Technologie
Abhilfe: Nutzer kénnen damit Gber eine App der Firma Sennheiser den
Klang optimal an ihre individuellen Beddrfnisse anpassen und das Gesche-
hen Uber Kopfhorer verfolgen — ganz ohne Horgerat.

Das Theaterstiick ist spannend und lustig —
doch genau bei der Pointe versagen die
Ohren den Dienst: Eine Situation, die vielen
Menschen mit Hérminderung bekannt vor-
kommen durfte. Doch obwohl die Kranken-
kassen Betroffenen in den meisten Féllen
ein Horgerat finanzieren wirden, nutzen
nicht einmal 25 Prozent von ihnen diese
Maglichkeit. Denn anders als bei Brillen
sehen viele Menschen ein Hérgerat nach
wie vor als Stigma.

Klang individuell optimieren

Forscher der Oldenburger Projektgruppe fur
Hor-, Sprach- und Audiotechnologie des
Fraunhofer-Instituts fur Digitale Medien-
technologie IDMT haben eine Technologie
entwickelt, die es ermdglicht, das Audiosig-
nal an individuelle HorbedUrfnisse anzupas-
sen. Nun wurde die Signalverarbeitung in
die Apps »CinemaConnect« und »Mobile-
Connect« der Firma Sennheiser Streaming
Technologies integriert. Menschen mit Hor-
minderung sollen damit in Theaterstlicken
und Kinofilmen wieder alles verstehen kon-
nen — auch wenn sie kein Horgerat nutzen.
Dazu Ubertragt ein Sennheiser Streaming-
Server das Audiosignal der Bihne oder des
Kinofilms auf das Smartphone der Besu-
cher. Dieses gibt die Daten Uber die Kopf-
horer wieder wahrend sie direkt Uber das

geschlossene Netzwerk geladen werden.
Tragt man ein auf das Smartphone ange-
passtes Horgerat, kann man sich die Tonsig-
nale von der App via Induktion oder Blue-
tooth auch alternativ auf die Horhilfe
schicken lassen. »Unsere in die Apps integ-
rierte Technologie verstarkt nicht einfach
nur die Lautstarke, sondern erlaubt es dem
Theaterbesucher, den Klang individuell an-
zupassen, so Dr. Jan Rennies, Gruppenlei-
ter am Fraunhofer IDMT. Denn der jeweils
optimale Lautstarkegrad ist schmal: So er-
scheinen beispielsweise bei einem typischen
altersbedingten Horverlust laute Gerdusche
schnell zu laut, sie mUssen daher reduziert
werden. Ruhige Sprachanteile dagegen
brauchen haufig Verstarkung. Je nach Art
des Horverlusts nimmt der Betroffene ver-
schiedene Frequenzen unterschiedlich in-
tensiv wahr: Viele Personen kénnen tiefe
Tone noch recht gut erkennen, wahrend es
bei hoheren Tonlagen schwierig wird.

Intuitive Bedienung

Die Herausforderung bei der Entwicklung
der Hérhilfe lag vor allem darin, ihre Bedie-
nung intuitiv zu gestalten: SchlieBlich sollen
die Menschen den Klang jederzeit selbst
verbessern kénnen — ohne, wie bei Horge-
raten, einen Akustik-Experten zu Rate zu
ziehen. Das ist gelungen: Der Nutzer fahrt
mit seinem Finger Uber den
Touchscreen seines Smartpho-
nes und »schiebt« so einen
kleinen Punkt Uber den Bild-
schirm. Zieht man den Punkt
nach oben oder unten, steigt
oder fallt die Lautstarke. Ver-
schiebt man ihn waagerecht,
wird der Ton heller oder tiefer.
Welche Kinos und Theater die
Technologie kunftig anbieten,
erfahren Interessierte tber das
Kulturportal »Culture Inclusive«
(www.culture-inclusive.com).

© Sennheiser Streaming
Technologies GmbH

Menschen mit Hérminderung kén-
nen den Ton Uber die Smartphone-
App optimal an das eigene Gehdr

anpassen.© Sennheiser Streaming
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Aus den Instituten

Nach der Ausgabe ist vor der Ausgabe

Im Oktober 2000 erschien, damals noch unter dem Namen
»VpE-Nachrichten«, die erste Ausgabe der »Mikroelektronik Nachrichten«:
Inzwischen hat sich der Name geandert, neue Rubriken wurden ein-
gefuhrt und viele Kolleginnen mit den unterschiedlichsten Aufgaben und
Vorstellungen haben sich im Redaktionsteam engagiert. Eins ist immer
gleich: Von der ersten Stoffsammlung bis zur Druckfreigabe und dem an-
schlieBenden Versand ist es ein langer Weg.

Gut vorbedacht — schon halb gemacht.

Wie der Volksmund sagt: Gut vorbedacht -
schon halb gemacht. Deshalb féllt der Start-
schuss fir eine neue Ausgabe auch viel fri-
her, als man denken kénnte. Bereits zum
Ende eines jeden Jahres erstellen wir einen
Plan fur das kommende Jahr.
Darin werden alle wichtigen Eck-
daten erfasst, nach denen wir un-
sere Erscheinungstermine aus-
richten: Jeden Marz erscheinen
die Mikroelektronik Nachrichten
inklusive einer Doppelseite zur
CeBIT mit allen Exponaten un-

i serer Mitgliedsinstitute. So kann
es schon mal vorkommen, dass
wir unseren Inputaufruf fir diese
Ausgabe noch vor den Weih-
nachtsgriBen versenden. Und im
Oktober ist die SEMICON Europa dick im
Kalender markiert, die wir sowohl in der
deutschen als auch in der englischen Aus-
gabe anklndigen.

Sobald der Zeitplan steht und die Zeit reif
ist, versenden wir unseren Inputaufruf an
die PR-Verantwortlichen in den Instituten.
Immer mit einem einleitenden Gedicht oder
einer kleinen Anekdote bringen wir uns

bei unseren PR-Kollegen in Erinnerung und
bitten um ihren Input. Dann beginnt das
groBe Sammeln, Planen, Koordinieren und
Auswahlen — mit einem breiten Themen-
spektrum sind 20 Seiten rasch gefullt.

Erklar's einfach.

Neu entwickelte Verfahren, abgeschlosse-
ne Pilotphasen, erfolgreiche Ausgrindun-
gen, Teilnahmen an neuen Projekten sowie
Auszeichnungen — das interessiert unsere
Leser. Deshalb freuen wir uns tber alle Be-
richte, Hinweise und Artikel, die uns errei-
chen. Daraus entwickelt sich eine umfang-
reiche Stoffsammlung. Mit der Zeit entsteht
ein Gerust fur die neue Ausgabe und wir
beginnen mit dem Schreiben. Mal bilden
fertige Pressemitteilungen, mal eine Projekt-
beschreibung oder auch ein aktueller Anlass

wie die Rosetta-Mission die Grundlage un-
serer Beitrdge. Doch wie die Waage halten,
zwischen wissenschaftlichem Anspruch und
leichter Verstandlichkeit fur jeden Leser?
»Erklar's einfach und bleib” dennoch nicht
zu oberflachlich.« Diese Faustregel beglei-
tet uns durch den gesamten Schreibpro-
zess. Sind die Texte geschrieben, gehen sie
zur Freigabe und zur letzten Abstimmung
an die PR-Kollegen zurlck.

Schon Platon wusste: Der Fehler
begleitet den Menschen.

Die freigegebenen Texte setzt der Grafiker
in einer ersten Version zusammen und es
beginnt ein sehr arbeitsintensiver Prozess:
die Fehlersuche, das Korrekturlesen. Falsche
Anfuhrungszeichen, Doppelpunkte, Buch-
stabendreher oder vergessene Titel. Wir
haben schon vieles gesehen und dennoch
versteckt sich das Fehlerteufelchen zumeist
hartnackig bis in die letzte Version vor uns.
Da sind Adleraugen gefragt! Am Ende er-
teilen wir die Druckfreigabe und gute zwei
Wochen spater durfen Sie sich Gber die neue
Ausgabe in Ihrem Briefkasten freuen.

Wir blicken nicht nur auf 15 Jahre Mikro-
elektronik Nachrichten zurlick, sondern
freuen uns auch auf 20 Jahre Fraunhofer-
Verbund Mikroelektronik. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie in der nachsten Ausgabe.

© redenwelt.de



Fraunhofer IIS und
Fraunhofer IISB feiern
30-jahriges Bestehen

Fraunhofer IIS und Fraunhofer IISB feiern
Jubildum. 30 Jahre nach ihrer Griindung bil-
den die beiden Institute mit Hauptsitz in Er-
langen einen der erfolgreichsten Standorte
der Fraunhofer-Gesellschaft. Dabei begann
einmal alles ganz klein: Am 1. Juli 1985
Ubernahm die Fraunhofer-Gesellschaft das
Zentrum far Mikroelektronik und Informati-
onstechnik ZMI als Abteilung »Angewand-
te Elektronik« mit 20 Mitarbeitern in die
neu eingerichtete Fraunhofer-Arbeitsgrup-
pe flr Integrierte Schaltungen AlS. Die Lei-
tung hatte Prof. Dieter Seitzer, unterstitzt
durch seinen Stellvertreter Prof. Heinz Ger-
hduser. Eine zweite Abteilung »Bauelemen-
tetechnologie« mit 15 Beschaftigten unter
der Leitung von Prof. Heiner Ryssel wurde
parallel aufgebaut. Aus diesen beiden Ab-
teilungen entstanden die seit 2003 in ihrer
jetzigen Form bestehenden Fraunhofer-
Institute Fraunhofer IIS und Fraunhofer IISB.
Heute arbeiten an beiden Fraunhofer-Insti-

BASF und das
Fraunhofer IPMS-CNT
entwickeln elektro-
nische Materialien

BASF und das Fraunhofer IPMS-Center for
Nanoelectronic Technologies (CNT) entwi-
ckeln ab sofort gemeinsam neuartige L6-
sungen fir die Halbleiterindustrie. Daftir
hat BASF eine moderne Anlage fur elektro-
chemische Metallabscheidung am Fraunho-
fer IPMS-CNT in Dresden errichtet. Neueste
Technologien und Chemikalien werden dort
maBgeschneidert fir BASF-Kunden weiter-
entwickelt. BASF und das Fraunhofer IPMS-
CNT nutzen dieselbe Anlagentechnik, wie
sie auch bei den Kunden zum Einsatz
kommt. Vorteil fir den Kunden: Qualifizie-
rungsaufwand sowie Kosten werden ge-
senkt, Entwicklungszeit gespart sowie effizi-
enter gearbeitet.

»Die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer
IPMS-CNT in Dresden ist ein weiterer Be-
weis fir das Engagement der BASF, den
wachsenden Anforderungen in der Halblei
terindustrie zu entsprechen. Es ermdglicht
unseren globalen Kunden, unsere neuarti-
gen Losungen fur hochentwickelte Mikro-
chiptechnologien unter Produktionsbedin-
gungen zu beurteilen, erklart Dr. Lothar
Laupichler, Senior Vice President, Electronic
Materials bei BASF. »In unserem globalen
FuE-Netzwerk, welches nun das Fraunhofer

Kurz berichtet

Am Fraunhofter IISB werden Syste-
me zur kontaktlosen Energie- und
Datenlbertragung fur die kabel-
und schleifringlose Anbindung
schnell bewegter Komponenten
oder fiur robuste induktive Stecker
entwickelt.

© Fraunhofer lISB / Kurt Fuchs

tuten zusammen mehr als 1100 Beschaftig-
te bei einem Jahresbudget von insgesamt
weit Uber 145 Mio. €. Das Fraunhofer IIS ist
mit rund 880 Beschéftigten das groBte Ins-
titut der Fraunhofer-Gesellschaft.

Seit drei Jahrzehnten zeichnen sich das
Fraunhofer IIS und das Fraunhofer lISB als In-
novatoren auf den Gebieten der Mikroelek-
tronik, der Leistungselektronik, der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik sowie
der Halbleitertechnologie aus. Die neueste
gemeinsame Initiative ist das 2015 zusam-
men mit der Universitat Erlangen-Nurnberg
und Industriepartnern ins Leben gerufene
Leistungszentrum Elektroniksysteme.

IPMS-CNT einschlieBt, werden wir zusam-
men mit unseren Kunden Produkte fir die
Halbleiterindustrie entwickeln, die den heu-
tigen Standard Ubertreffen.«

Mikrochips finden eine breite Anwendung
in der Elektronikindustrie, beispielsweise fur
Computer, Mobiltelefone und elektronische
Bauteile im Automobilbereich. Die Fertigung
erfolgt auf einkristallinen Siliziumscheiben
mit typischerweise 300 mm Durchmesser in
Reinrdumen. Das Netzwerk aus Leiterbahnen
in einem Mikrochip wird mittels elektroche-
mischer Abscheidung hergestellt. »Die Wei-
terentwicklung von Materialen und Prozes-
sen zusammen mit BASF ist ein wichtiger
Schritt, den standig steigenden Anforderun-
gen an Mikrochips hinsichtlich Funktionalitat,
Schnelligkeit und Energieeffizienz gerecht
zu werden, erklart Dr. Romy Liske, Ge-
schaftsfeldleiterin des Fraunhofer IPMS-CNT.

B Kontakt:

Dr. Bernd Fischer

Telefon +49 9131 761-106
bernd.fischer@iisb.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte Systeme
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91058 Erlangen

www.iish.fraunhofer.de

Thoralf Dietz

Telefon +49 9131 776-1630
thoralf.dietz@iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte
Schaltungen I1S

Am Wolfsmantel 33

91058 Erlangen
www.iis.fraunhofer.de

Reinraum des Fraunhofer IPMS-CNT

. Dresden. © Fraunhofer IPMS-CNT
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Bildsensor-Chip des Fraunhofer
IIS/EAS. © Fraunhofer lIS/EAS
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Dr. Jens Dége
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SAR Analog / Digital-Wandler Ent-
wicklung mit 28 nm FD-SOI.
© Fraunhofer EMFT/Bernd Mdiller
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Vision-Sensor fur das
Kameramodul von
morgen

Bildverarbeitungssysteme mussen in der
industriellen Anwendung immer hohe-

re Anforderungen erftllen. Um eine groBe
Bandbreite an Einsatzmoglichkeiten zu ge-
wahrleisten, haben Forscher des Fraunhofer
IIS/EAS einen universellen und flexibel pro-
grammierbaren Bildsensor-Chip mit inte-
grierter Datenverarbeitung, das Vision-
System-on-Chip, entwickelt.

Kamerahersteller, die nach einer Entwick-
lungsplattform fur spezialisierte Hochleis-
tungs-Kameramodule suchen, kénnen jetzt
ihre individuellen Anforderungen in einem
Projekt mit Fraunhofer einbringen. Gemein-
sam mit den Forschern gestalten sie das
»Smart HighProCAM-Modul«. Die Projekt-
partner erhalten dafir Zugang zu einer ex-
klusiven Entwurfsplattform und einem flexi-
blen Demonstrationssystem fiir ihre neuen
Kameragenerationen. Vorteile gegentiber
klassischen Bildverarbeitungssystemen: mi-
nimale Wartezeiten, hohe Bildwiederhol-
raten oder ein groBer Dynamikumfang.

Fur das ultra-kompakte Kameramodul

der Smart HighProCAM bundeln zwei

FD-SOI-Halbleiter-
technologie: Energie-
effiziente und
kostengunstige Chips

In der Hightech-Strategie der Bundesregie-
rung sind die Nanotechnologie und die Mik-
rosystemtechnik zwei wichtige Querschnitts-
technologien fur innovative Produkte »made
in Germany«. Die sogenannte FD-SOI-Tech-
nologie (fully depleted silicon-on-insula-
tor), ein spezielles Transistordesign, spielt
dabei eine Schlusselrolle. Denn sie erlaubt
die Entwicklung von extrem miniaturisier-
ten, energiesparsamen und gleichzeitig sehr
leistungsfahigen Schaltkreisen. Gerade fiir
viele Anwendungen aus der Medizintech-
nik, der Umwelttiberwachung, der Verkehrs-
technik und fur Kommunikationstechnologi-
en sind Schaltkreise mit diesen Eigenschaften
gefragt.

Im Rahmen des Projektes » THINGS2DO«
wollen 45 Partner aus Forschung und In-
dustrie unter der Koordination des franzo-
sischen Halbleiterherstellers STMicroelect-
ronics ein nachhaltiges europaisches und
deutsches Okosystem zur Realisierung von
FD-SOI-Halbleiter-Komponenten aufbau-

Kurz berichtet

Fraunhofer-Institute ihr Know-how. Es ba-
siert unter anderem auf einer wegweisenden
Integrationstechnologie auf Panel-Ebene, die
am Fraunhofer IZM entwickelt wurde. Mit

dem Ansatz lassen sich hochintegrierte Ka-
meramodule kostenglnstig und zuverlassig
herstellen sowie evaluieren. Fur die Bildverar-
beitung kommt das Vision-System-on-Chip
zum Einsatz, das eine hochparallele Daten-
verarbeitung und integrierte Muster-Extrak-
tion erlaubt. Rechenintensive Verarbeitungs-
schritte werden direkt im Sensor ausgefihrt
und ausgegebene Daten auf das relevan-

te Minimum reduziert. Dies ermdglicht es,
eine hohe Geschwindigkeit bei der Bearbei-
tung komplexer Algorithmen zu erreichen
und gleichzeitig groBe Empfindlichkeit und
hohen Dynamikumfang zu sichern. Durch
Anpassung der Software auf dem Vision-Sys-
tem-on-Chip lassen sich neben den Bildver-
arbeitungsalgorithmen zudem Parameter
wie Genauigkeit, Auflésung und Abtastrate
individuell einstellen. Mit dieser bislang un-
erreichten Kombination eréffnet sich fur den
Bildsensor SoC und das Smart HighProCAM-
Modul eine Vielzahl von Einsatzgebieten.

en. Dieses Okosystem soll KMUs, Industrie-
und Forschungspartnern eine Plattform bie-
ten, um entsprechende IP-Komponenten
zusammenzufligen, zu integrieren und zu
fertigen. Das THINGS2DO-Konsortium bie-
tet Entwurfskompetenz, Zugriff auf Prozess-
entwicklungs-Baukasten, Software-Tools

far den Entwurf mikroelektronischer Sys-
teme (EDA-Werkzeugunterstltzung) sowie
Entwurfsdienstleistungen in einer gehoste-
ten Entwurfsumgebung an. Es unterstUtzt
durch die Bindelung aller erforderlichen
Kompetenzen, Werkzeuge und IPs (Intellec-
tual Property) erfolgreiche FD-SOI-Designs.
Der Arbeitsschwerpunkt der Fraunhofer
EMFT liegt auf neuartigen, auf die FD-SOI-
Technologie optimierten Entwurfstechniken
und Schaltungen im Bereich Kommunikati-
onssystem-Design: So entwickelt etwa ein
Forschungsteam der Fraunhofer-Institute IS,
IIS/EAS sowie der Fraunhofer EMFT im Rah-
men des Projekts gemeinsam mit der Airbus
Innovation Group einen vollintegrierten RF-
Demonstrator fir die Datenkommunikation.

THINGS2Do wird im Rahmen der Technolo-
gieinitiative »ENIAC« durch die EU und im
Rahmen des Forschungsprogramms »IKT
2020 - Forschung fir Innovation« durch
das BMBF gefordert.



Noch zuverlassiger
verborgenen Fehlern
auf der Spur

Zur Vermeidung von Katastrophen und Un-
fallen in technischen Anlagen ist die zer-
storungsfreie Prifung (ZfP) unabdingbar:
Sie findet Fehler, die dem menschlichen
Auge verborgen bleiben, lange bevor sie
sich zu einem Versagen ausweiten oder
auch nur makroskopisch sichtbar wer-
den. Forscher des Fraunhofer IZFP wid-
men sich in Kooperation mit der Material-
prafungsanstalt Universitat Stuttgart (MPA)
in einem von der MPA initiierten und vom
BMWi-geforderten Vorhaben der weite-
ren Zuverlassigkeits-Verbesserung im Be-
reich der Zustandsbewertung von Bautei-
len mit SchweiBverbindungen, etwa von
Rohrleitungen in deutschen Kernkraftwer-
ken. Das Forschungsvorhaben wird unter
Koordination der MPA und mit der Gesell-
schaft fir Anlagen- und Reaktorsicherheit
gGmbH als Projekttréager durch das BMWi
seit Juni dieses Jahres bis Mai 2018 mit

Aus alt mach neu -
Rohstoffquelle
Elektroschrott

Der Markt fur Unterhaltungselektronik boomt:
Rund 60 Mio. Fernsehgerate wurden im
letzten Jahr in Europa verkauft. Friher oder
spater kehren sie zurlick — als Elektroschrott.
Die Recycling-Industrie hat darauf reagiert:
Kupfer, Aluminium, Eisen- und Edelmetalle
sowie ausgewahlte Kunststoffe werden be-
reits wiederverwertet. Allerdings gehen
noch immer wertvolle Materialien verloren.
Das soll das Projekt »CloseWEEE« nun &n-
dern. Das Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft
zu fordern und dafir Experten aus ganz Eu-
ropa zusammenzubringen. Die wertvollen
Stoffe sollen erst wiedergewonnen werden
und dann ihren Weg zurtck in die Produkti-
on finden. Die erleichterte Zerlegung ist
dafur essentiell. Denn die Masse an unter-
schiedlichem Schrott — vom Kuhlschrank bis
zum Laptop — erforderte bisher umstandli-
che Recherchen. Der Online-Ratgeber »Re-
cycler Information Center«, der von der Re-
paraturplattform iFixit zusammen mit dem
Demontage- und Recycling-Zentrum in
Wien entwickelt wird, soll nun Anleitungen
liefern, um die Gerate zlgig auseinanderzu-
bauen und zu zerlegen, und dabei auch
technische Besonderheiten zu bericksichti-
gen. Auch der Frage nach der Qualitat des
recycelten Materials widmet sich Close-
WEEE, denn die entscheidet Uber seine Zu-
kunft.

Kurz berichtet

Uber 1,1 Mio. € geférdert. Die beiden Wis-
senschaftler Dr. Martin Spies und Hans Rie-
der leiten das GroBprojekt. Sie zahlen im
Bereich der Ultraschall-ZfP zu den fuhren-
den Experten, vor allem auf dem Gebiet
der simulationsbasierten, mechanisierten
Ultraschall-Prafung schwer prifbarer Mate-
rialien und Komponenten.

Deutsche Kernkraftwerke gehéren zu den
sichersten weltweit. Die Sicherheitsstan-
dards sind vorbildlich. Damit das so bleibt,
entwickeln die Projektpartner die einge-
setzten Prufverfahren stetig weiter und er-
arbeiten noch zuverlassigere Zustands-
bewertungen. Von den Ergebnissen des
Forschungsvorhabens »Zuverlassigkeit ZfP«
werden nicht nur Kraftwerksbetreiber oder
Serviceunternehmen, sondern auch andere
Bereiche wie die der Automobil- und Luft-
fahrtindustrie profitieren.

Das Fraunhofer IZM koordiniert das Projekt
und bringt umfassende Kenntnis neues-

ter Produkttechnologien ein. Die Ergebnisse
sollen unter anderem in Beschaffungsricht-
linien einflieBen, um die Nachfrage nach
umweltvertraglichen Lésungen zu starken.
»Die Recycling-Unternehmen haben nun
online die Méglichkeit, sich unverzuglich In-
formationen und Anleitungen fur den Zerle-
gungsprozess der Elektrogerate zu beschaf-
fen. Das bringt einen Hauch von Industrie
4.0 in den Recycling-Prozess«, erklart Kars-
ten Schischke, Forscher am Fraunhofer 1ZM,
der das Projekt koordiniert.

© tomas - Fotolia
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Tragerwafer aus Silizium, Glas und
Kunststoff. © Fraunhofer EMFT
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Waferhandling wie von
Geisterhand

Ob im Handy, in medizinischen Implantaten
oder in der Automobilelektronik: In vielen
Bereichen mussen mikroelektronische Kom-
ponenten immer kleiner und flacher wer-
den. Das stellt auch die Mitarbeiter in den
Laboren vor neue Herausforderungen. In der
Regel werden Mikrochips auf Silizium-Wa-
fern hergestellt, die dann in Chips vereinzelt
und in Gehausen verpackt werden. Doch fir
einige Anwendungen sind die Wafer mittler-
weile so diinn, dass herkdmmliche Handha-
bungstechniken an ihre Grenzen stoBen.
Das bislang etablierte Vorgehen, die Wafer
mit wieder I6sbaren Klebstoffen zu fixieren,
erfordert zusatzliche Anstrengungen und in
der Konsequenz auch ein erhéhtes Bruchrisi-
ko, wenn die duinnen, fragilen Wafer wieder
vom Trager abgel6st und von Klebstoffrick-
standen befreit werden mussen.

Forscher der Fraunhofer EMFT in Minchen
haben eine Alternative entwickelt: Einen
elektrostatischen Trager, der den Wafer wie
von Geisterhand stabilisiert. Das Prinzip ist
verbltffend einfach: Die zu prozessierenden

Fraunhofer schickt
T. rex-Schadel in die
Rohre

Im Jahr 2013 haben Forscher des Naturalis
Biodiversity Center einen auBergewohnli-
chen Fund im US-amerikanischen Bundes-
staat Montana gemacht: einen der best-
erhaltenen Tyrannosaurus rex aller Zeiten.
Das Fraunhofer Entwicklungszentrum Ront-
gentechnik EZRT, ein Bereich des Fraunhofer
IIS, prasentierte am 19. Juni exklusiv erste
Computertomographie-Aufnahmen des

T. rex. Die verbliebenen Reste des weibli-
chen Dinosauriers werden auf ein Alter von
66,4 Mio. Jahren datiert. Allein der Schadel
dieses Prachtexemplars bringt stolze 500 kg
auf die Waage. Jeder einzelne Knochen lie-
fert neues Wissen Uber den wohl bekann-
testen Dinosaurier sowie Uber seinen Le-
bensraum. Um Forschern einen Einblick in
die inneren Strukturen dieses Fundes zu er-
lauben, ohne das fragile Skelett zu gefahr-
den, ist entsprechendes Know-how gefragt:
Mittels weltweit einzigartiger XXL-Compu-
tertomographie-Technologie kénnen am
Fraunhofer EZRT hochauflésende CT-Daten
aufgenommen werden.

Die Mdglichkeiten, die Forscher durch die
CT-Aufnahmen erhalten, sind sehr vielfal-
tig: Das prazise Tomographieren des Scha-

Kurz berichtet

Wafer werden auf einen mit Elektroden
praparierten Silizium-Trager-Wafer, einen so
genannten E-carrier, gelegt und anschlie-
Bend durch Aufladen einer groBflachigen
Elektrodenstruktur elektrostatisch fixiert.
Auf diese Weise lassen sich auch dunnste
Wafer von 20 bis 50 um schonend und si-
cher handhaben. Da der Trager selbst die
Form und GroBe eines Standard-Wafers
hat, bleibt die Fixierung auch nach dem Ab-
koppeln der Spannungsquelle noch Uber
einen langeren Zeitraum erhalten.

Derzeit arbeiten die Forscher daran, ihr Tra-
gerkonzept so zu erweitern, dass auch bei
Prozesstemperaturen Gber 300 °C ein siche-
res Handling der wertvollen und diinnen
Wafer gewahrleistet bleibt und die Trager-
technik tolerant gegendber unerwiinschten
Leckstromen wird.

Einen Prototyp ihres E-carriers stellen die
Munchner Forscher auf der diesjéhrigen
Semicon vom 6. bis 8. Oktober in Dresden
vor.

Bei der Pressekonferenz: (v.l. n.r.) Prof. Hanke,
Dr. Béhnel, Nils Reims, Dr. Schulp.
© Fraunhofer IIS / Peter Roggenthin

dels begUnstigt die Konservierung und Pra-
paration. Unerwartete Uberraschungen wie
beispielsweise verborgene Bruchstellen kén-
nen im Vorfeld zuverlassig erkannt und bei
der Aufbereitung bertcksichtigt werden. Mit
den Réntgendaten lassen sich zudem mittels
3D-Druckverfahren originalgetreue Kopien
des Skeletts anfertigen. Auch der Aufbau
des Skeletts ist so nachzuvollziehen. In die-
sem Fall ganz besonders gut, weil sich der
Schadel in einem ausgezeichneten Zustand
befindet. Es kann sogar gezeigt werden, wie
das Gehirn ausgesehen hat, ohne den un-
wiederbringlichen Schadel 6ffnen zu mussen.



Neues Cluster fur europa-
weite Partnerschaft in
mikro- und nanoelektro-
nischen Technologien und
Anwendungen

Die High Level Group der europdischen For-
schungsinitiative »EUREKA« benennt
»PENTA« (Pan-European partnership in
micro and Nano-Technologies and Applica-
tions) zum neuen Instrument zur Entwick-
lung von wettbewerbsféhigen Mikro- und
Nanoelektroniktechnologien, Systemen und
Anwendungen, die fur Europa von ent-
scheidender Bedeutung sind.

Der Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik
gehort zu den Grindungsmitgliedern von
PENTA. Ergdnzend zum ECSEL Joint Under-
taking ist es das Ziel, PENTA als ein flexibles
Programm einzusetzen, um Chancen schnell
zu erkennen und optimal umzusetzen.

MikroSystemTechnik
Kongress 2015

Der 6. MikroSystemTechnik Kongress »MEMS,
Mikroelektronik, Systeme« findet vom 26. bis
28. Oktober 2015 in Karlsruhe statt. Der
Kongress vermittelt eine aktuelle Ubersicht
Uber das Potenzial deutscher Firmen und
Forschungsinstitutionen auf dem Gebiet der
Mikrosystemtechnik, das Gber den More-than-
Moore-Ansatz immer enger mit der Mikro-
elektronik verbunden wird. Als der groBte
europaische FUE-Dienstleister fir Smart Sys-
tems prasentiert sich dieses Jahr auf dem
Kongress auch der Fraunhofer-Verbund
Mikroelektronik. Auf einem Gemeinschafts-
stand im Friedrich-Weinbrenner-Saal der
Stadthalle Karlsruhe stellen die Fraunhofer-
Institute ENAS, IAF, IPMS, ISIT und IZM die
neuesten Entwicklungen auf den Gebieten
Mikro-, Nanoelektronik und Mikrosystem-
technik vor.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.mikrosystemtechnik-kongress.de.

TECHNOLOGY - APPLICATION - SOCIETY:
BRIDGING THE GAP

bieten wir seit 20 Jahren
unseren Kunden schnelle:

und effiziente System-
losungen aus einer Hand
entlang der gesamten
Wertschopfungskette. 'l
Besuchen Sie unseren
Gemeinschaftsstand

auf dem MST-Kongress
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Splitter

Dabei bildet PENTA die gesamte europdische
Wertschépfungskette ab und unterstiitzt ins-
besondere auch KMUs, um damit die euro-
paische Prasenz weltweit zu starken.

In der Tradition der Programme »JESSI«,
»MEDEA« und » CATRENE« passt sich
PENTA den aktuellen Marktanforderungen
an, fordert insbesondere die Zusammenar-
beit zwischen den Unternehmen und unter-
stutzt die Bildung effektiver Cluster.
Basierend auf den Querschnittsthemen
Sicherheit, Konnektivitat und Energieeffizi-
enz stehen zunachst Gesundheit, Automotive
und Produktion im Mittelpunkt.

. SEMICON Europa 2015

Die Mitarbeiter der Geschaftsstelle des
Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik freu-
en sich auf einen gemeinsamen Messeauf-
tritt mit den Kolleginnen und Kollegen aus
den Fraunhofer-Instituten EMFT, ENAS, IAF,
IIS, IS / EAS, IKTS, IMS, 1ISB, IPMS, ISIT, IZM
sowie zweier Leistungszentren »Elektronik-
systeme« und »Funktionsintegration fur die
Mikro- / Nanoelektronik«. Der Gemein-
schaftsstand befindet sich auch dieses Jahr
im »Science Park«. Zudem werden Fraun-
hofer-Wissenschaftler ihre neuesten Ent-
wicklungen am letzten Tag der Messe im
Rahmen eines »Demo Day« in der »Innova-
tion Village« prasentieren (Booth 1065).

SEMICON'
Europa20I5

© SEMI

AuBerdem haben die Messebesucher die-
ses Jahr die Moglichkeit, sich in einer
Fraunhofer-Session in der »TechARENA 2«
Uber institutsibergreifende strategische
Fraunhofer-FUE-Themen auf dem Gebiet
der Smart Systems zu informieren

(7. Oktober, 10:15 = 12:15 Uhr).

Weitere Informationen finden Sie unter
WWW.semiconeuropa.org.

EUREKAE

innovation across borders

© EUREKA

M Kontakt:

Dr. Joachim Pelka

Telefon +49 30 688 3759-6100
joachim.pelka@mikroelektronik.
fraunhofer.de

Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik
Anna-Louisa-Karsch-StraBe 2
10178 Berlin
www.mikroelektronik.fraunhofer.de

M Kontakt:

Akvile Zaludaite

Telefon +49 30 688 3759-6101
akvile.zaludaite@
mikroelektronik.fraunhofer.de
Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik
Anna-Louisa-Karsch-StraBe 2

10178 Berlin
www.mikroelektronik.fraunhofer.de



Bundeskanzlerin Merkel besucht
das Fraunhofer IPMS in Dresden.
© Fraunhofer IPMS

M Kontakt:

Dr. Michael Scholles

Telefon +49 351 8823-201
michael.scholles@ipms.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Photonische
Mikrosysteme IPMS
Maria-Reiche-StraBe 2

01109 Dresden
www.ipms.fraunhofer.de

V.I.n.r. Thilo von Selchow (Pra-
sident & CEO Zentrum Mikro-
elektronik Dresden AG), Sta-
nislaw Tillich (Ministerprasident
des Freistaates Sachsen),

Prof. Neugebauer (Prasident

der Fraunhofer-Gesellschaft),

Prof. Lakner (Institutsleiter des
Fraunhofter IPMS), Prof. Mtiller-
Steinhagen (Rektor der TU Dres-
den) und Prof. van Zyl (Rektor der
TU Chemnitz) bei der Auftakt-
veranstaltung zum Leistungs-
zentrum »Funktionsintegration fir
die Mikro-/ Nanoelektronik«.

© Fraunhofer IPMS

M Kontakt:

Dr. Michael Scholles

Telefon +49 351 8823-201
michael.scholles@ipms.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Photonische
Mikrosysteme IPMS
Maria-Reiche-StraBe 2

01109 Dresden
www.ipms.fraunhofer.de

Bundesregierung starkt
Mikroelektronik

Mikroelektronik ist die Schlisseltechnologie
der Zukunft. Dementsprechend neugierig
besuchten Bundeskanzlerin Angela Merkel,
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka
und Sachsens Ministerprasident Stanislaw
Tillich am 14. Juli die Firmen Globalfound-
ries und Infineon. Im Anschluss diskutierten
sie am Fraunhofer IPMS mit Vertretern aus
Industrie und Wissenschaft Gber die strate-
gische Zukunft der Mikroelektronik in Dres-
den, Deutschland und Europa. Prof. Hubert
Lakner, Institutsleiter des Fraunhofer IPMS,
zeigte sich erfreut dartiber: »Der Besuch
der Kanzlerin am Fraunhofer IPMS ist eine
sehr groBe Auszeichnung fur unser Institut.
Als Gastgeber des Strategiegesprachs konn-
ten wir gemeinsam mit der Industrie und
der TU Dresden Frau Merkel verdeutlichen,
wie wichtig die Mikroelektronik fir den
Standort Deutschland ist.«

FUR DIE MIKRO-/NANOELEKTRONIK

Forschungsstandort
Dresden/Chemnitz
avanciert zum Leistungs-
zentrum far Mikro- und
Nanoelektronik

Gemeinsam mit den Technischen Universi-
taten Dresden und Chemnitz schlossen sich
vier Fraunhofer-Institute zum Leistungszen-
trum »Funktionsintegration fir die Mikro-/
Nanoelektronik« zusammen. Das Ziel ist es,
Wettbewerbsfahigkeit und Innovationskraft
insbesondere der mittelstandischen Firmen
in Sachsen in den Bereichen Sensorik und
Aktorik, Messtechnik sowie im Maschi-
nen- und Anlagenbau durch eine schnel-

le Uberfiihrung von Forschungsergebnissen
in neueste Produkte zu starken. Die Fraun-
hofer-Institute aus Dresden und Chemnitz
Ubernehmen dabei eine wichtige Briicken-
funktion zwischen Forschung und Industrie.
Offizieller Startschuss war am 1. Juli 2015.

Splitter

Leistungszentrum Elektro-
niksysteme eroéffnet

=) Leistungszentrum
Elek*soniksy#™yme

Die bayerische Wirtschaftsministerin llse Aigner
im Ministerium in Minchen zusammen mit

(v. I. n. r.) Prof. Verl (Vorstandsmitglied der
Fraunhofer-Gesellschaft), Prof. Frey (Institutsleiter
Fraunhofer IISB), Prof. Heuberger (Institutsleiter
Fraunhofer IIS), Prof. Russwurm (Vorstandsmit-
glied der Siemens AG) und Prof. Hornegger
(Prasident der FAU) bei der Vorstellung des LZE.
© Marc Miiller / Fraunhofer / dedimag

Im »Leistungszentrum Elektroniksysteme«
(LZE) blindeln das Fraunhofer IIS und

das Fraunhofer 1ISB sowie die Friedrich-
Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg
(FAU) gemeinsam mit Siemens und weite-
ren Partnern aus der Industrie sowie For-
schungseinrichtungen ihre Starken. Ziel ist
es, die Metropolregion Nirnberg zum fiih-
renden Zentrum fur Elektroniksysteme in
Deutschland auszubauen.

Das LZE konzentriert sich auf zwei Haupt-
anwendungsbereiche: die Leistungselek-
tronik, etwa fur Energieversorgung und
Antriebstechnik und die Low-Power-Elek-
tronik. Gefordert wird die Pilotphase des
LZE vom Bayerischen Staatsministerium
fur Wirtschaft und Medien, Energie und
Technologie.

M Kontakt:

Dr. Bernd Fischer

Telefon +49 9131 761-106
bernd.fischer@iisb.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte Systeme und
Bauelementetechnologie 11SB

SchottkystraBe 10

91058 Erlangen

www.iisb.fraunhofer.de

Dr. Christian Forster

Telefon +49 9131 776-1066
christian.forster@iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte Schaltungen IIS
Am Wolfsmantel 33

91058 Erlangen

www.iis.fraunhofer.de

www.leistungszentrum-elektroniksysteme.de



Intelligenter CPV-Solar-
tracker

Im ENIAC-Projekt »ERG« hat sich ein Kon-
sortium aus europaischen Partnern zur Er-
forschung einer Verwertungskette zur ef-
fektiven Nutzung der Solarenergie zu-
sammengeschlossen. Wissenschaftler des
Fraunhofer IIS und ihre deutschen Partner
setzen hierbei auf hocheffiziente Halbleiter-
technologien, um die Energie aus Photovol-
taikgeneratoren mit geringstmaoglichen Ver-
lusten zu nutzen.

CPV-Solartracker auf dem Dach des Fraunhofer
IS Testzentrums L.I.N.K. © Fraunhofer IIS

Konzentrator-Photovoltaik-Systeme (CPV)
nutzen optische Konzentratoren, um das
einfallende Sonnenlicht auf einen kleinen
Bereich zu fokussieren. Durch die vorgela-
gerte Optik missen die Solarmodule zu
jeder Tageszeit exakt zur Sonne hin ausge-
richtet sein. Schon geringe Abweichungen
wirken sich stark auf den Energieertrag aus.
Deshalb mussen die Module mithilfe hoch-
praziser Anlagen nachgefihrt werden. For-
scher des Fraunhofer IS versehen jedes
CPV-Modul mit einem eigenen DC/DC-Kon-
verter und einem Funkknoten. Der indus-
trielle Projektpartner Elec-Con technology
GmbH entwickelte die Steuerung zur Nach-
fihrung der Module. Durch die neuartige
Nachfuhrtechnologie werden die Solar-
module bestmdglich betrieben und es wird
eine Basis fur die Erforschung weiterer
OptimierungsmaBnahmen zur Verfigung
gestellt.

B Kontakt:

Jasmin Specht

Telefon +49 9131 776-4440
jasmin.specht@iis.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fir Integrierte Schaltungen I1S
Am Wolfsmantel 33

91058 Erlangen

www.iis.fraunhofer.de
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Gestochen scharfes
Bilderlebnis

Eine hohe Bildqualitat benétigt leistungs-
fahige Videocodierstandards. Der fuhren-
de H.265 / MPEG-HEVC Echtzeit-Software-
Encoder vom Fraunhofer HHI verfugt jetzt
Uber die High Dynamic Range (HDR) Un-
terstlitzung, die eine HEVC Live-Codierung
von 10-Bit UHD Video mit HDR und gréBe-
rer Farbskala (Wide Color Gamut, WCG) er-
maoglicht. Dieser erweiterte HEVC Encoder
Ubermittelt Video-Metadaten nach interna-
tionalen Standards, z. B. ITU-R Rec. BT.2020
WCG, SMPTE ST 2084 HDR Ubertragungs-
eigenschaften und SMPTE ST 2086. Dies
vereinfacht den Datentransport der Anzei-
gefarben und unterstitzt eine hohe Leucht-
dichte sowie WCG Bilder. Das dadurch
erreichte breitere Farb- und Helligkeitsspek-
trum sowie Kontrastverhaltnis kann von
jedem Endgerat genutzt werden. Das Er-
gebnis ist ein realistisches und fesselndes
Sehvergnugen.

Auszeichnung fur ISIT-
Wissenschaftler Fabian
Stoppel

Auf der diesjahrigen »Transducers« in Alas-
ka, einer weltweit bedeutenden Konferenz
fur Mikro- und Nanosysteme, erhielt Fabian
Stoppel den Outstanding-Paper-Award. Aus
Uber 500 Beitragen wahlte die international
besetzte Jury drei Vortrags-Beitrage aus.

Der Beitrag von Fabian Stoppel befasst sich
mit der Entwicklung von miniaturisierten
Hochfrequenzschaltern fiir die mobile Kom-
munikation. Solche Schalter bilden eine
SchlUsselkomponente zur Steigerung der
Energieeffizienz in zukinftigen Mobilfunk-
generationen. »Die Auszeichnung zeigt,
dass wir mit unseren Themen international
am Puls der Zeit sind und sie ist fur uns An-
sporn noch intensiver auf diesem Gebiet zu
arbeiten, so Stoppel.

Immer leistungsféhigere Video-
codierstandards ermdglichen kon-
tinuierlich steigende Ubertragungs-
qualitaten.

© Fraunhofer HHI / SSilver /
fotolia.com

M Kontakt:

Anne Rommel

Telefon +49 30 31002-353
anne.rommel@hbhi.fraunhofer.de
Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut HHI
Einsteinufer 37

10587 Berlin

www.hhi.fraunhofer.de

M Kontakt:

Claus Wacker

Telefon +49 4821 17-4214
claus.wacker@isit.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut fur Silizium-
technologie ISIT
FraunhoferstraBBe 1

25524 ltzehoe
www.isit.fraunhofer.de

Fabian Stoppel auf der
Preisverleihung — weit mehr
als tausend Experten aus
aller Welt treffen sich auf
der Konferenz Transducers
zum Austausch Uber aktuel-
le Forschungsergebnisse.

© Fraunhofer ISIT
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Der Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik — 1996
gegrindet — biindelt die Kompetenzen von elf
Fraunhofer-Instituten (plus funf Gastinstitute) mit
ca. 3000 Mitarbeitern. Im Vordergrund stehen
die Vorbereitung und Koordination von interdiszi-
plindren Forschungsvorhaben, die Durchfiihrung
von Studien und die Begleitung von Strategie-
findungsprozessen.
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... hat heute
die Redaktion

Fraunhofer ist Vielfalt: Hier forschen und
entwickeln Menschen aus verschiedenen
Landern und Kulturen. Das spiegelt sich
auch in den Interviewpartnern fur »Das
letzte Wort« wider. Unsere 29 Befragten
kommen aus acht verschiedenen Landern
und 14 von ihnen sind Frauen — ein Zei-
chen, dass Mikroelektronik schon ldngst
keine Mannerdomane mehr ist.
Erstaunlich: Eigentlich hatten wir erwartet,
dass unsere interviewten Kollegen das In-
ternet, die Globalisierung oder die Nano-
technologie zu den bemerkenswertesten
Entwicklungen unserer Zeit zéhlen. Nein!
Die Befragten reagierten sehr praktisch:
Oben auf einer Hitliste der Dinge, die man
im Alltag nicht mehr missen méchte, befan-
den sich die Waschmaschine und der Ge-
schirrspuler. Beim Thema Musik gingen die
Meinungen starker auseinander, Rock und
Klassik wurden am haufigsten als Lieblings-
musik genannt. Einigkeit herrschte bei den

Das letzte Wort ...

Kindheitstraumen und Zukunftswiinschen:
Flr die meisten ist die Arbeit in der For-
schung oder als Entwickler die Erflllung
ihres Kindheitstraums — und far die Zukunft
wiinschen sich viele mehr Zeit ftr Familie

oder Kinder.

weiblich  mannlich

Empirisch validierte
Systematik zur Entwick-
lung von kundenorien-
tierten Elektromobilitats-
dienstleistungen

Das Fraunhofer SCS arbeitet seit 2014 im
Rahmen des Verbundprojektes » CODIFeY «
mit Forschungs- und Anwendungspartnern
an der Thematik Elektromobilitat als Dienst-
leistung. Bis zum Jahr 2020 sollen 1 Mio.
Elektroautos auf deutschen StraBen unter-
wegs sein. Dieses Vorhaben erfordert tech-
nische Neuerungen. Doch auch die Frage,
wie die Elektromobilitdt zum Kunden
kommt, steht dabei im Raum. Antwort dar-
auf kénnen Dienstleistungen sein, die neue
Technologien in praxistaugliche Angebote
umsetzen und Elektromobilitat in den Alltag
transferieren.

Fast die Hélfte der
Interviewten sind
Frauen. © easel.ly

Erste Ansatze fur eine systematische Ent-
wicklung von Elektromobilitatsdienstleistun-
gen existieren zwar, beinhalten jedoch
meist nur Teilaspekte und vernachlassigen
haufig die Schnittstelle zum Kunden. Die
Fraunhofer SCS definiert sechs Hauptaspek-
te der Systematik fiir Elektromobilitatsan-
wendungen: Anwendungsszenario, Techno-
logie, modale Einbettung, Finanzierung und
Bezahlung, Service und Information sowie
Infrastruktur. Bei detaillierter Bertcksichti-
gung dieser lassen sich Elektromobilitats-
dienstleistungen nahtlos in den Kundenall-
tag einflgen.

International: Die Befragten kom-
men aus acht verschiedenen Lan-
dern. © Fraunhofer Mikroelektronik

© Fraunhofer Mikroelektronik /

zappo
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.
CODIFeY

© CODIFeY
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